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D A T E N B L A T T

Heißluftdüse QFP 28×28mm - Hakko
A1129B
Artikel-Nr. HK-A1129B HerstellerHakko
Hersteller-Nr.A 1129B EAN 4962615009181

Spezialisierte Heißluftdüse für das Rework von QFP-Gehäusen der Größe 28×28mm. Kompatibel mit
den Hakko Heißluftstationen 850, 852, FR-801, FR-802 und FR-803. Präzisionsgefertigt für eine
gleichmäßige Wärmeverteilung.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität Originalprodukt

Artikelzustand Neu

Ausführung TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von
Hakko Produkten in die
Schweiz

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Überblick

Die Hakko A1129B ist eine Präzisions-Heißluftdüse, die speziell für das Rework von QFP-Bauteilen
(Quad Flat Package) der Größe 28×28mm entwickelt wurde. Diese Düse sorgt für eine gleichmäßige
Wärmeverteilung über die gesamte Gehäusefläche und eignet sich daher ideal für die professionelle
Elektronikmontage und -reparatur.

Wesentliche Merkmale

Optimiert für die Gehäusegeometrie von QFP 28×28mm
Gleichmäßige Wärmeverteilung für zuverlässiges Reflow-Löten
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Kompatibel mit mehreren Hakko Heißluftstationsmodellen
Präzisionsgefertigte Konstruktion für gleichbleibende Leistung
Rework-Funktion in Profi-Qualität

Kompatibilität

Diese Düse ist mit den folgenden Hakko Heißluftstationen kompatibel: 850, 852, FR-801, FR-802 und
FR-803. Prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem konkreten Stationsmodell.

Technische Daten

Düsentyp Heißluftdüse

Gehäusegröße QFP 28×28mm

Kompatible Stationen 850, 852, FR-801, FR-802, FR-803

Herkunftsland Japan

Anwendungen

Ideal für das Rework von SMD-Bauteilen (Surface Mount Device), den Bauteilaustausch und die
thermische Profilerstellung von QFP-Gehäusen in der Elektronikfertigung sowie bei Reparatur- und
Prototyping-Aufgaben.


